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问：目前一级市场中，各MLCC厂商对代理商的涨价情况具体是怎样的？
答：当前一级市场，即原厂对代理商的涨价情况呈现分化。
村田并未直接对MLCC进行涨价，主要措施是取消部分客户的专案价格。该动作大约从2026年4月开始陆续执行，针对此前享有低价或特殊支持的专案客户及大型终端客户，取消原有价格支持，相当于实现了15%至20%的变相涨价，但整体幅度不大。
三星已于此前两周左右通过内部邮件通知部分代理商，对一些常用的普通品高容MLCC进行涨价。
太阳诱电则在本周一（2026年5月18日）通过内部邮件，取消了大部分发往代理商的在途订单，并提供清单，宣布对部分型号暂停接单，或暂停接收中国大陆客户的订单，主要集中在小尺寸、高容产品。
中国大陆厂商方面，风华高科于2026年5月22日向各代理商发布内部邮件，宣布延长104（0.1μF）及部分高容产品的交期至12周以上。
三环集团目前维持原有策略，即取消专案、降低返利，同时其部分高容产品的交期已延长至16周。此外，一些其他国内品牌也对104等型号进行了涨价和延长交期的调整。
二级市场涨价情况
问：当前二级市场的涨价情况如何？
答：由于三星和太阳诱电明确公布了涨价型号和涨幅，二级市场在近15天内（大约从2026年5月上旬开始）又经历了一轮上涨。普通品高容MLCC价格在此期间上涨15%至20%。从2026年初至今的累计涨幅来看，二级市场整体价格已上涨接近50%。
2018年库存累积机制
问：在2018年和2021年的涨价周期中，经销商库存曾被拉高至一年左右的水平，这一现象是如何产生的？
答：2018年的行情中确实存在库存水位大幅拉高的情况，但并非完全是在库库存达到一年。当时经销商的在库库存约为五至六个月，同时还有五至六个月的在途订单。在途订单大量累积，主要源于当时国巨的销售策略：国巨采取每周竞价方式，对于历史低价订单选择不发货，并要求客户下新单。由于旧订单并未被正式取消，当后续行情反转时，这些未交付的旧订单也需要履行，从而形成大量在途库存，造成事实上重复下单，导致整体库存水位被动累积。
本轮库存累积风险
问：本轮MLCC涨价周期是否会重现2018年那种由渠道重复下单导致的严重库存累积情况？
答：目前来看，本轮涨价周期出现类似2018年严重库存累积的可能性较低。主要原因有两点：首先，各大MLCC厂商对2018年的情况记忆犹新，普遍表现得更为谨慎，本轮主流厂商都不愿成为挑起价格战的“出头鸟”，涨价方式相对含蓄。其次，本轮涨价的核心驱动力与以往不同。此前涨价是普涨，原厂有必要向代理商发布正式涨价函，以便代理商与终端客户协商价格调整；本轮涨价源头在于AI服务器市场对高端MLCC的需求，但AI服务器客户90%以上由原厂直接供货，代理商参与度很低，因此原厂向代理商大规模发布涨价函的必要性也降低。
服务器MLCC与普通品差异
问：AI服务器使用的MLCC与普通MLCC在技术和产能占用上有何区别？这种产能挤占是否会必然导致普通品MLCC价格上涨？
答：AI服务器用MLCC与普通品的主要区别在于材料而非层数。普通品低容MLCC的层数在200层以下，105规格约为300至400层，106及以上规格则从400层起步，最高可达1,000层。服务器用MLCC的叠层数与同规格普通品没有太大差别，关键差异在于使用的陶瓷粉末。
由于服务器需在90℃至100℃的高温环境下长期工作，自2024年起，服务器大厂开始要求使用耐高温的MLCC。此前普遍使用的X5R材质陶瓷粉末虽然能实现高容值，但耐温上限仅为85℃。因此，市场转向采用X6S、X7S等可耐更高温度的新型陶瓷粉末。
从产能占用角度看，一颗服务器用高容MLCC会占用约2.5倍于同尺寸、同容值普通品MLCC的产能，而其价格约为普通品的6倍。基于这种产能挤占逻辑，二级市场提前对未来普通品高容可能出现的缺货进行价格炒作，目前市场炒作的主要是与AI服务器无直接关联的普通品高容。
主要厂商产能转移影响
问：从主要厂商的产能规划来看，AI服务器需求增长对普通品MLCC的产能挤占规模有多大？
答：产能转移规模相当可观。以村田为例，其2025年用于服务器的MLCC月产量结构约为150亿颗。若服务器MLCC产量翻倍至300亿颗/月，即扩产150亿颗，则意味着需要牺牲约2.5倍的普通品产能，即每月减少375亿颗普通品MLCC产量。
三星方面，其总月产能约为1.1万亿颗，2025年服务器MLCC的月产量结构约为80亿至100亿颗。鉴于三星在追求利润方面通常更为激进，预计其2026年服务器MLCC的月扩产规模可能超过100亿颗，这将同样导致每月减少200多亿至300亿颗普通品产能。
仅村田和三星两家合计，就可能导致每月普通品MLCC供应减少五六百亿颗。相比之下，太阳诱电和TDK等厂商的产能腾挪空间相对有限。
普通品高容后续涨价预期
专家判断，到2026年年底，普通品高容MLCC在一级市场的价格涨幅预计将达到50%至60%。目前该品类在一级市场的涨幅约为20%至30%，意味着仍有20%至30%的上涨空间；二级市场涨幅已超过50%。
特别是一些大尺寸普通品高容MLCC，因尺寸大、占用原材料和产能多而单价不高，成为价格上涨的重灾区；目前市场涨幅已达到约250%，价格从73元人民币上涨至245元人民币。
展望2027年，预计第一季度市场仍将保持上涨态势。但二级市场走势存在不确定性，特别是在2026年12月份，部分没有终端客户的囤货商或炒货商可能会抛售库存，对市场价格造成扰动。
不同品类价格涨幅预期
问：综合来看，到2026年年底，服务器、普通品高容、普通品低容以及车规品高容MLCC在一级市场和二级市场的价格涨幅预计将达到何种水平？
答：在一级市场（原厂端），预计到2026年底，服务器MLCC涨幅约为50%；普通品高容MLCC涨幅预计为60%；普通品低容MLCC涨幅在30%至40%之间；介于两者之间的车规品高容MLCC涨幅预计也将达到50%至60%。这部分产能可能会为其他需求做出牺牲，所幸2026年汽车行业增长不明显，缓解了部分压力。
在二级市场，服务器高容MLCC整体参与度较低，但少数特定型号可能出现极端涨幅。普通品和车规品高容MLCC在二级市场的价格涨幅预计到年底可达250%；普通品低容MLCC价格走势可能反复，预计到年底经历涨跌后，二级市场累计涨幅将在150%至200%之间。
MLCC扩产难度
问：MLCC的扩产难度如何，主要受哪些因素限制？从下单到投产通常需要多长时间？
答：MLCC扩产难度较高。首先，全自动生产线设备主要从日本订购，设备交付期至少需要9个月。设备运抵后，产品调试需要三到四个月，烧结炉温度调试还需要约两个月。综合来看，一个完整扩产周期大约需要16个月。因此，通过新建产能来解决短期需求痛点并不现实，至少在18个月内难以实现。厂商更多会考虑内部产能调整，而非大规模物理扩产；即使进行物理扩产，增量比例也可能仅在10%左右。
存量设备改造路径
问：在应对服务器MLCC需求时，是改造存量设备效率更高，还是投入新设备更好？厂商实际是如何操作的？
答：改造存量设备的效率更高、速度更快。以村田制作所为例，其在3月份的内部邮件中计划调整服务器物料和车规物料的价格。调整车规物料价格的原因在于，车规产线在物理上和技术要求上与服务器产线最为接近。因此，应对服务器电容需求增长的首选方案并非外购新设备，而是将现有车规产线转换为生产服务器电容。
车规产线对洁净度等附加要求本身就比普通产线高很多，这使其成为转向生产服务器MLCC最简洁高效的方式。
服务器需求增长带来的挑战
问：服务器对MLCC的需求增长带来了哪些挑战？为何厂商不通过增大服务器体积来解决板空间问题？
答：服务器每次迭代，其所需MLCC颗数都呈倍数级增长，这使得节省PCB板上空间成为首要任务，价格反而不是当前考虑的重点。与此同时，数据中心机房、水冷设备甚至水下机房等配套基础设施的建设与服务器生产同步进行，机房机柜的尺寸和规格都已按比例设计完成。因此，在当前阶段再通过增大服务器体积来解决元器件贴装空间不足的问题，已经非常困难。
普通品高容缺口受益者
问：在普通品高容MLCC市场出现缺口的情况下，哪些厂商将是主要受益者？
答：若普通品高容MLCC市场出现缺口，三环集团将是最大的受益者。
电感涨价情况
问：目前电感市场的涨价情况、市场格局以及AI服务器需求对其影响如何？
答：电感市场是最早开始涨价的，从一级市场来看涨幅也最大。然而，电感市场影响力相对较小，主要有几个原因：首先，电感通用性不强，不同品牌间的产品需要经过设计和承认流程，替代过程漫长，不像MLCC已形成较好的替代关系；其次，各品牌电感的内部曲线和频率存在差异，不利于渠道商进行囤货和市场炒作。因此，这轮行情虽然涨得早、涨幅大，但主要以一级市场涨价和个别型号的单独溢价为主，并未像MLCC那样引发广泛的二级市场炒作。
电阻涨价与联动
问：电阻市场的涨价情况、竞争格局以及与MLCC市场的联动效应是怎样的？
答：电阻市场涨价也比较早，目前一级市场涨幅普遍在20%至30%，二级市场涨幅约为40%，两者差距不大。电阻市场存在许多通用型号，便于库存管理，因此会受到MLCC市场炒作情绪的联动影响。当代理商将主要资金和精力投入到MLCC时，对于电阻产品，他们倾向于维持现有报价，不急于出售，从而可能跟随MLCC涨势而共振。电阻价格持续上涨的时间可能较长，但出现大幅高涨的可能性较小。
三环集团在电阻和电感产业链中的角色
问：三环集团在电阻和电感产业链中扮演着怎样的角色？其市场地位和业务策略是怎样的？
答：三环集团在被动元件上游材料领域占据主导地位。在电阻产业链中，三环是全球陶瓷铝基板的主要供应商，包括风华高科、国巨等主流电阻厂商都是其客户。近期电阻厂商面临的产能瓶颈，部分原因在于三环供应的陶瓷铝基板紧张。三环自身并未大规模扩产陶瓷铝基板，而是将更多资源投入到MLCC业务中。尽管三环具备成为中国第一电阻生产商的实力，但目前并未选择进入该领域。
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